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熱設計とは
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✓ 熱抵抗 θ
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λ : 熱伝導率、 ℎ：対流熱伝導率、 𝜎：ボルツマン定数、 ε : 放射係数（材料固有の値）
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JEDEC JESD51 試験環境

測定環境 PCB

測定の事前準備
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熱抵抗の測定

θja θjc Ψjt
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𝑇𝑗 = 𝜃𝑗𝑎 × 𝑃 + 𝑇𝑎 [℃] 𝑇𝑗 = 𝜓𝑗𝑡 × 𝑃 + 𝑇𝑡𝑜𝑝 [℃]



電源の消費電力

P = VIN x IIN
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DCDCコンバータの消費電力
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Tjの算出

𝑇𝑗 = 𝜃𝑗𝑎 × 𝑃 + 𝑇𝑎 [℃]

𝑇𝑗 = 𝜓𝑗𝑡 × 𝑃 + 𝑇𝑡𝑜𝑝 [℃]



Tjの実測
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Tjの実測
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Tjを低減するPCB設計

材料
熱伝導率 λ 

[W/mK]

銅 419

金 295

シリコン 162

半田 49

FR4 0.25

T=20℃, 1013.25hPa
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サマリー

✓ 熱設計の重要性

✓ Tjを正しく把握
• θja、Ψjtを用いた算出
• ダイオード/ TSD機能を用いた測定

✓ 効果的なPCB設計
• 伝熱を理解したPCBレイアウト
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